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【57】申請專利範圍
1.　一種散熱裝置，包含：
一散熱背板組件，包含一背板本體及複數個散熱接腳，該等散熱接腳由該背板本體向外

延伸出，各該散熱接腳包含一定位孔；以及

一風扇，組接於該散熱背板組件上，該風扇包含複數個連接部，分別連接於該等散熱接

腳的該定位孔。

2.　如請求項 1所述之散熱裝置，其中該等散熱接腳與該背板本體是一體成型。
3.　如請求項 1所述之散熱裝置，其中該等散熱接腳組接於該背板本體之上。
4.　如請求項 3所述之散熱裝置，其中該散熱背板組件更包含二連接塊，該二連接塊分別組
接於該背板本體的兩側，且各該連接塊分別與該等散熱接腳中的至少兩個組接連接。

5.　如請求項 1所述之散熱裝置，其中該散熱背板組件更包含一散熱架，該散熱架與該背板
本體組接，該等散熱接腳由散熱架延伸出。

6.　如請求項 1所述之散熱裝置，其中該等散熱接腳與該風扇的總厚度小於 2公分。
7.　一種主機板模組，包含：
一主機板本體；以及

一散熱裝置，包含：

一散熱背板組件，設置於該主機板本體一第一表面上，該散熱背板組件包含一背板本體

及複數個散熱接腳，該等散熱接腳由該背板本體向外延伸出，各該散熱接腳包含一定位

孔；以及

一風扇，組接於該散熱背板組件上，並電性連接該主機板本體，該風扇包含複數個連接

部，分別連接於該等散熱接腳的該定位孔。

8.　如請求項 7所述之主機板模組，更包含一中央處理器，連接於該主機板本體的一第二表
面上，並與該主機板本體電性連接，該中央處理器對應於該背板本體，且該第一表面與

該第二表面是該主機板本體的相對二表面。

9.　如請求項 8所述之主機板模組，更包含一第二風扇，設置於該中央處理器上，且電性連
接該主機板本體，該第二風扇與該風扇位於該中央處理器的相對二側。

10.   如請求項 7所述之主機板模組，其中該等散熱接腳與該風扇的總厚度小於 2公分。
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11.   如請求項 7所述之主機板模組，其中該等散熱接腳與該背板本體一體成型。
12.   如請求項 7所述之主機板模組，其中該等散熱接腳組接於該背板本體之上。
13.   如請求項 11所述之主機板模組，其中該散熱背板組件更包含二連接塊，該二連接塊分別

組接於該背板本體的兩側，且各該連接塊分別與該等散熱接腳中的至少兩個組接連接。

14.   如請求項 7所述之主機板模組，其中該散熱背板組件更包含一散熱架，該散熱架與該背
板本體組接，該等散熱接腳由散熱架延伸出。

圖式簡單說明

圖 1為散熱裝置的分解示意圖。
圖 2為圖 1中散熱背板組件第一實施例的示意圖。
圖 3為圖 1中散熱背板組件第二實施例的分解示意圖。
圖 4為圖 1中散熱背板組件第三實施例的分解示意圖。
圖 5為散熱背板組件第四實施例的分解示意圖。
圖 6為主機板模組的分解示意圖。
圖 7為主機板模組另一表面的立體示意圖。
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